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DESCRIPCION
Método y dispositivo para montar un componente electrénico inalambrico en una superficie

El presente invento se refiere a un producto y método de fabricacion de un dispositivo para encapsular un componente
inalambrico y asegurarlo a una superficie termoplastica de un dispositivo deseado. Mas particularmente, se refiere a un
producto y método de fabricacion de tal dispositivo para encapsular un componente inaldambrico, tal como una etiqueta
RFID, y asegurarlo a una superficie termoplastica de un dispositivo deseado tal como un filtro o capsula de filtro, bolsas
biodegradables y similares.

ANTECEDENTES DEL INVENTO

Debido a muchos factores que incluyen el uso incrementado de sistemas de control de fabricacién y de documentacion,
trazabilidad de lote, facilidad de uso e identificacion de articulo, los clientes requieren informacion especifica del articulo
tal como numero de catalogo, lote e identificacion de serie para cada filtro, medio y componente utilizado en su proceso.
Actualmente, las técnicas tales como impresion, grabado, marcado por laser, etiquetado y codificacion por barras son
utilizadas para transferir esta informacion a los clientes.

Para cartuchos de filtro y otros productos que estan totalmente en el trayecto de fluido durante su uso, adhesivos, tintas o
cualquier material extrafio son extremadamente indeseables ya que pueden lixiviar material extraible al producto final que
necesita que sea identificado, cuantificado y a muy alto nivel eliminado. Por tanto el grabado y marcado por laser son
actualmente preferidos para identificar cartuchos de filtro. Desafortunadamente, esto requiere que el usuario final lea y
escriba o teclee manualmente la informacion. Este proceso esta sujeto a error porque el grabado es dificil de leer en la
parte translucida. Debido al nimero de veces que un cartucho necesita ser rastreado o seguido a través de la recepcion,
usos multiples, almacenamiento y desechado, los clientes necesitan una manera mejor de hacerlo.

El uso de etiquetas tales como etiquetas RFID esta siendo explorado recientemente como una soluciéon potencial. Tales
etiquetas comprenden generalmente un transpondedor inalambrico de algun tipo y una antena, ambos estan montados
en una tarjeta u otro sustrato y generalmente encapsulados en epoxi o uretano. Estas etiquetas han sido adheridas a
productos mediante el uso de adhesivos, especialmente adhesivos auto-adherentes. El problema de los adhesivos
permanece especialmente en el trayecto de fluidos. Adicionalmente, los adhesivos tienden a degradarse a lo largo del
tiempo y pueden fallar perdiendo la etiqueta y haciendo el sistema completo impracticable.

Avances recientes en el etiquetado en el molde combinado con tecnologia de identificacion inalambrica ofrecen una
solucién al problema eliminando etiquetas inalambricas adhesivas tradicionales y embebiendo etiquetas inalambricas en
el propio dispositivo, aislandolo de las corrientes de fluido. Sin embargo, el utillaje para hacer tal cambio es costoso y
necesita ser especifico para cada parte modificada con una etiqueta, ralentizando asi la adopcién e implementacion.

El documento DE10328695 A1 describe una disposicion de transpondedor con un alojamiento que recibe el
transpondedor en un rebaje. El transpondedor es previsto en el alejamiento ya sea por un moldeado integral del
transpondedor en el alojamiento cuando el mismo es formado o por una formacién separada del alojamiento como un
cuerpo rebaje abierto alargado en el que el transpondedor es subsiguientemente colocado. Las estructuras de montaje
en la forma de dos tiras de cufia paralelas estan previstas en una superficie exterior del alojamiento.

SUMARIO DEL INVENTO

De acuerdo con el invento se ha proporcionado un proceso para montar un componente electrénico inalambrico en un
conjunto termoplastico como se ha definido en la reivindicacion 1 y un proceso para montar un componente electrénico
inalambrico en un conjunto termoplastico como se ha definido en la reivindicacion 6. Las realizaciones preferidas estan
definidas en las reivindicaciones dependientes.

El invento descrito aqui resuelve este problema proporcionando un dispositivo inalambrico embebido, tal como una
etiqueta RFID o dispositivo Zigbee, moldeado en el alojamiento separado formado de cualquier material termoplastico
que es compatible con el material plastico del dispositivo al cual han de ser unidos la etiqueta y el alojamiento.
Subsiguientemente, el conjunto de etiqueta puede ser unido tal como mediante unién térmica sobre el dispositivo como
es bien conocido en la industria.

Una superficie del alojamiento tiene tres salientes o protuberancias separados que centran y ayudan en la unién del
alojamiento al dispositivo. Preferiblemente, estos salientes actian como directores de energia que son preferiblemente
fundidos y utilizados para unir el alojamiento al dispositivo. Ademas, estos salientes forman también la mayor parte del
material de sacrificio necesario para la fijacion mecanica.

El resultado final es que el usuario no tiene que aceptar nuevos materiales en sus procesos y puede aprovechar todos
los beneficios de la tecnologia inalambrica en una multitud de productos.

Otra ventaja de este dispositivo es que la siguiente generacion de etiquetas inalambricas proporcionara a los clientes con
informacion del proceso en tiempo real incorporando sensores a la etiqueta. Estas etiquetas necesitaran estar en el
trayecto fluido y tener un medio universal de fijacion con la minima cantidad de materiales nuevos de construccion sera
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una gran ventaja.

En una realizacion, los salientes estan hechos de termoplastico y son unidos mediante una energia basada en
calentamiento tal como soldadura ultrasénica o de vibracion. Los salientes actian como directores de energia y absorben
preferentemente la energia en sus superficies adyacentes al dispositivo contra el que han sido colocados para formar
una union de plastico termoplastico fundido entre el alojamiento y el dispositivo. En esta realizacion, el termoplastico del
alojamiento y el dispositivo al cual esta fijado deben ser compatibles y ser capaces de unirse entre si. En ofra realizacion,
son compatibles y uno tiene un punto de fusion inferior al otro. En otra realizacién, son compatibles y los salientes tienen
un punto de fusién menor que la superficie del dispositivo. En una realizacién adicional los plasticos son los mismos.

Termoplasticos adecuados incluyen pero no estan limitados a polietileno, polipropileno, copolimeros EVA, alfa olefinas y
copolimeros de metalioceno, PFA, MFA, policarbonato, copolimeros de vinilo tales como PVC, poliamidas tales como
nailon, poliésteres, acrilonitrilo-butadieno estireno (ABS), polisulfona, poliétersufona, poliarilsulfona, polifenilsulfona,
poliacrilonitrilo, fluoruro de polivinilideno (PVDF), y mezclas de los mismos.

EN LOS DIBUJOS
La Figura 1 muestra una parte del dispositivo que contiene el rebaje en vista en perspectiva.
La Figura 2 muestra una parte del dispositivo que contiene el rebaje y el componente inalambrico en el rebaje en
vista en perspectiva.
La Figura 3 muestra un ejemplo del alojamiento con el componente inalambrico en el rebaje y cubierto por la
segunda pieza del alojamiento en vista en seccion transversal.
La Figura 4 muestra una realizacion preferida de una superficie exterior del dispositivo que contiene los salientes
en vista en perspectiva.
La Figura 5 muestra una realizacién preferida del presente invento montada contra una superficie a la que ha de
ser unida en vista en perspectiva.
Las Figuras 6A-6E muestran otros ejemplos de la superficie exterior del dispositivo que contiene los salientes en
vista en perspectiva.

DESCRIPCION DETALLADA DEL INVENTO
La Figura 1 muestra un alojamiento moldeado 2 con una primera superficie cerrada 4 y un rebaje 6 para la recepcion de
un dispositivo inalambrico (no mostrado).

La Figura 2 muestra un dispositivo inalambrico 8 en el rebaje 6 del alojamiento 2. En este ejemplo particular, el
dispositivo inalambrico es una etiqueta RFID y conjunto de antena aunque podria ser cualquier dispositivo que utiliza
protocolos inalambricos como Zigbee, Bluetooth o WUSB.

El rebaje es a continuacion cerrado herméticamente por una tapa o cubierta 10 formada preferiblemente del mismo
plastico que el alojamiento 2 aunque toda la tapa 10 necesita ser compatible con el plastico del alojamiento 2 de manera
que pueda ser cerrada herméticamente de una manera estanca a los liquidos al alojamiento. La tapa 10 del alojamiento
puede ser una pieza moldeada separadamente o preformada que es fijada al alojamiento 2 en el reborde 12 por calor,
soldadura ultrasénicas o de vibracion, adhesivo, union por disolvente y similares. Alternativa y preferiblemente, puede ser
moldeada directamente sobre el dispositivo inalambrico y el rebaje tal como mediante moldeo por inyeccion.

Preferiblemente, una superficie del dispositivo, bien la primera superficie cerrada 4 del alojamiento 2 o bien una superficie
14 de la tapa 10 como se ha mostrado en la Figura 4 (en este caso como se ha mostrado es la tapa 14) tiene dos o mas
salientes 16 formados en ella y estos salientes 16 se extiende lejos de la superficie 14.

En la realizacién de la Figura 4 se ha mostrado un estilo de acuerdo con el invento, en el que hay tres salientes 16A, By
C, dos de los cuales 16A y C son del mismo tamafio, forma y otras dimensiones. El tercer saliente 16B es de tamafio
diferente y tiene otras dimensiones, en esta realizacion, por altura y longitud. Este estilo de dispositivo permite que uno
cologue el componente inalambrico encapsulado (no mostrados) en el alojamiento 2 contra o bien una superficie plana
18 o bien una superficie redondeada 20 de un dispositivo (no mostrado) al que ha de ser fijado el componente
inalambrico, como se ha mostrado en la Figura 5, y mantiene alin un buen contacto y centra el dispositivo inalambrico y
el alojamiento sobre esa superficie.

El dispositivo inalambrico en el alojamiento esta fijado a la superficie del dispositivo sobre la que esta montado por
cualquier medio convencional tal como unién por disolvente, adhesivos, unién térmica, tal como soldadura ultrasénica o
por vibracién o por calor radiante o calor inductivo del plastico de los salientes y/o del plastico del dispositivo.

Preferiblemente, los salientes estan hechos de termoplastico y son unidos mediante una energia basada en
calentamiento tal como soldadura ultrasénica o por vibracion. Los salientes ademas de ser estabilizadores o dispositivos
de centrado también actian como directores de energia y absorben preferiblemente la energia en sus superficies
adyacentes al dispositivo contra el que han sido colocadas para formar una unién de plastico termoplastico fundido entre
el alojamiento y el dispositivo. En esta realizacion, el termoplastico del alojamiento y el dispositivo al que esta fijado
deben ser compatibles y ser capaces de unirse uno a otro. En otra realizacion, son compatibles y uno tiene un punto de
fusion menor que el otro. En otra realizacion, son compatibles y los salientes tienen un punto de fusion menor que la
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superficie del dispositivo. En una realizacién adicional los plasticos son los mismos.

Los salientes se distinguen ademas porque son el material de sacrificio utilizado para unirse mecanicamente a la
superficie de acoplamiento. Sus dimensiones, forma, y espaciamiento pueden ser personalizados para suministrar la
cantidad suficiente de material de sacrificio necesaria para su unién. Este material de sacrificio es el Unico componente
deformado de la realizaciéon, donde la electrénica y el material de cerramiento inmediatamente circundante no es utilizado
directamente en la unién. De modo similar la superficie a la que se une tal como la superficie exterior de un alojamiento
de filtro o capsula de filtro, o una bolsa biodegradable o una sonda, valvula o conector desechable no se deforma o
distorsiona.

Termoplasticos adecuados incluyen pero no estan limitados a polietileno, polipropileno, copolimeros EVA, olefinas alfa y
copolimeros de metalioceno, PFA, MFA, policarbonato, copolimeros de vinilo tales como PVC, poliamidas tales como
nailon, poliésteres, acrilonitrilo-butadieno estireno (ABS), polisulfona, poliétersulfona, poliarilsulfona, polifenilsulfona,
poliacrilonitrilo, fluoruro de polivinilideno (PVDF), y mezclas de los mismos.

Otras formas pueden ser utilizadas para los salientes 16 algunas de las cuales son mostradas en las Figuras 6A-D.
Pueden ser formadas en la forma de un circulo 16D de la Figura 16A, 6valo, 16E de la Figura 6B, piramides, 16F de la
Figura 6C o rectangular o cuadrado 16G de la Figura 6D. Otras formas y combinaciones seran obvias para un experto en
la técnica. Como se ha mostrado en las Figuras 6A y D puede haber 4 salientes, mientras en la Figura 6B y C hay
solamente 2. Podrian utilizarse también 5 salientes como se ha mostrado en la Figura 6E. Otros nimeros de salientes
pueden ser utilizados y seria obvio para un experto en la técnica.

El dispositivo puede ser hecho por varios métodos.

Un primer método es realizar un dispositivo termoplastico formado por un alojamiento que tiene una primera superficie
interior sustancialmente plana cerrada y una primera superficie exterior y al menos un rebaje para contener el
componente. Un componente inalambrico, tal como un chip RFID y antena es a continuacién colocado en al menos un
rebaje. Puede ser simplemente atado sin apretar o si se desea ser adherido en su sitio utilizando un adhesivo tal como
un termoplastico fundido en caliente, si se desea. Una tapa es a continuacion sobremoldeada al menos a un rebaje y
componente con un termoplastico para encapsular el componente y formar una segunda superficie exterior del
alojamiento. O bien la primera superficie exterior o bien la segunda superficie exterior del alojamiento tiene tres o mas
salientes separados que se extienden lejos de la superficie exterior seleccionada.

Un segundo método de realizar un dispositivo termoplastico formado por un alojamiento que tiene una primera superficie
interior sustancialmente plana cerrada y una primera superficie exterior y al menos un rebaje para contener el
componente. Un componente inalambrico, tal como un chip RFID y antena es a continuacién colocado en al menos un
rebaje. Puede ser simplemente atado sin apretar o si se desea ser adherido en su sitio utilizando un adhesivo tal como
un termoplastico fundido en caliente, si se desea. Una tapa es a continuacion sobremoldeada al menos a un rebaje y
componente con un termoplastico para encapsular el componente y formar una segunda superficie exterior del
alojamiento. O bien la primera superficie exterior o bien la segunda superficie exterior del alojamiento tiene tres o mas
salientes separados que se extienden lejos de la superficie exterior seleccionada. Uno sujeta entonces los dos o mas
salientes del dispositivo contra un conjunto termoplastico tal como un alojamiento exterior de cartucho y al menos
parcialmente fundidos los dos o mas salientes para formar una unién entre el conjunto termoplastico y los salientes
termoplasticos del dispositivo.

Un tercer método es moldear un dispositivo termoplastico formado por un alojamiento que tiene una primera superficie
interior sustancialmente plana cerrada y una primera superficie exterior y al menos un rebaje para contener el
componente. Un componente inalambrico, tal como un chip RFID y antena es a continuacién colocado en al menos un
rebaje mientras esta todavia en el molde. Una tapa es a continuacién sobremoldeada al menos a un rebaje y
componente con un termoplastico para encapsular el componente y formar una segunda superficie exterior del
alojamiento. O bien la primera superficie exterior o bien la segunda superficie exterior del alojamiento tiene tres o mas
salientes separados que se extienden lejos de la superficie exterior seleccionada del dispositivo.

Un cuarto método es preformar un dispositivo termoplastico formado por un alojamiento que tiene una primera superficie
interior sustancialmente plana cerrada y una primera superficie exterior y al menos un rebaje para contener el
componente. Un componente inalambrico, tal como un chip RFID y antena es a continuacién colocado en al menos un
rebaje mientras esta todavia en el molde. Puede ser simplemente atado sin apretar o si se desea ser adherido en su sitio
utilizando un adhesivo tal como un termoplastico fundido en caliente, si se desea. Una tapa preformada es a continuaciéon
colocada sobre al menos un rebaje y componente con un termoplastico y unida a él por una unién térmica entre el
alojamiento y la tapa tal como por calor radiante, soldadura por vibracién o ultrasénica o mediante un adhesivo fundido
en caliente o similar para encerrar el componente y formar una segunda superficie exterior del alojamiento. O bien la
primera superficie exterior o bien la segunda superficie exterior del alojamiento tiene tres 0 mas salientes separados que
se extienden lejos de la superficie exterior seleccionada del dispositivo.

Un quinto método es preformar un dispositivo termoplastico formado por un alojamiento que tiene una primera superficie
interior sustancialmente plana cerrada y una primera superficie exterior y al menos un rebaje para contener el
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componente. Un componente inalambrico, tal como un chip RFID y antena es a continuacién colocado en al menos un
rebaje. Puede ser simplemente atado sin apretar o si se desea ser adherido en su sitio utilizando un adhesivo tal como
un termoplastico fundido en caliente, si se desea. Una tapa preformada es colocada a continuaciéon sobre al menos un
rebaje y el componente con un termoplastico y el alojamiento y la tapa son sobre moldeados para unir la tapa y el
alojamiento juntos y encerrar el componente y formar la segunda superficie exterior del alojamiento. O bien la primera
superficie exterior o bien la segunda superficie exterior del alojamiento tiene tres o0 mas salientes separados que se
extienden lejos de la superficie exterior seleccionada del dispositivo.

Otros métodos pueden ser utilizados también como parte del presente invento y serian obvios para un experto en la
técnica.

EJEMPLO

Un dispositivo inalambrico, en este gjemplo una etiqueta RFID formada por un chip de lectura/escritura y una antena
disponible en Tagsys S.A., de Francia como etiqueta Ario™ SM-ISO RFID articulo de catalogo fue seleccionada para
este ejemplo. El dispositivo inaldambrico tenia dimensiones de 14 mm de anchura por 14 mm de longitud y 2 mm de
altura.

Un alojamiento que tiene una cavidad con dimensiones de cavidad interior ligeramente mayores que las dimensiones del
dispositivo inalambrico fue formado de polipropileno.

El dispositivo inalambrico fue probado antes de su insercion en el alojamiento leyendo el dispositivo con un lector de
mano disponible en Tagsys.

Se formd una tapa sobre y en la cavidad del alojamiento para encapsular al dispositivo inalambrico dentro de la cavidad
mediante una maquina de moldeo por inyeccion.

La superficie exterior del alojamiento opuesta a la abertura de la cavidad contenia tres salientes en forma de rectangulos
redondeados similares a los mostrados en la Figura 4.

El alojamiento fue colocado contra una superficie exterior termoplastica (polipropileno) de un filtro SHF disponible en
Millipore Corporation of Billerica, Massachusetts y unida a la superficie exterior del filtro calentando los salientes y el
alojamiento con un soldador térmico de vibracion estandar durante un periodo de aproximadamente 1 minuto mientras
que aplica la presion entre las dos. La vibracién fue detenida a continuacion, se permitié que el filtro y el alojamiento se
enfriaran y el dispositivo inaldambrico fue a continuacion probado y se encontré que era capaz tanto para leer como para
escribir informacion.
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REIVINDICACIONES

1. Un proceso para montar un componente electrénico inalambrico en un conjunto termoplastico, que comprende las
operaciones de:

a) formar un dispositivo termoplastico formado por una alojamiento (2) que tiene una primera superficie exterior
(4) y al menos un rebaje (6) para contener el componente electrénico (8);

b) colocar el componente electrénico en al menos un rebaje (6);

c) sobre moldear al menos un rebaje (6) y el componente electronico (8) con un termoplastico para en capsular
el componente electronico (8) y formar una segunda superficie exterior (14) del alojamiento (2), caracterizado
por que o bien la primera superficie exterior (4) o bien la segunda superficie exterior (14) del alojamiento (2) tiene
tres salientes separados (16A-C) que se extienden lejos de la superficie exterior (4, 14), en que dos (16A, 16C)
de los salientes (16A-C) son de la misma altura y el tercero (16B) de los salientes (16A-C) es de un altura
diferente de modo que permita que el dispositivo sea colocado o bien contra una superficie plana o bien contra
una superficie redondeada del conjunto y mantenga aun contacto y estabilice el dispositivo sobre esa superficie;
d) sujetar dos o mas de los salientes (16) del dispositivo contra la superficie del conjunto termoplastico y fundir al
menos parcialmente los dos 0 mas salientes (16) para formar una unién entre el conjunto termoplastico y el
termoplastico del dispositivo.

2. El proceso de la reivindicacion 1 en el que los salientes (16) actian como directores de energia para unir térmicamente
el dispositivo al conjunto.

3. El proceso de la reivindicacion 1 6 2 en el que el conjunto es seleccionado del grupo que consiste de una casete de
filtro, un cartucho de filtro, un alojamiento de filtro, una bolsa biodegradable, un dispositivo de muestreo, una valvula, un
conector, una tuberia y combinaciones de los mismos.

4. El proceso de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 en el que los salientes (16) son unidos al termoplastico del
conjunto mediante el uso de calor generado a partir de un método seleccionado del grupo que consiste de soldadura por
vibracién, soldadura ultrasonica y calor radiante.

5. El proceso de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en el que el termoplastico del dispositivo que contiene el
componente electronico y el termoplastico del conjunto al que esta fijado son compatibles de modo que sean capaces de
unirse entre si.

6. Un dispositivo para montar un componente electrénico inalambrico a una superficie que comprende:

un alojamiento termoplastico (2) que tiene una primera superficie exterior (4) y al menos un rebaje (6) para
contener el componente electronico (8);

un componente electrénico inalambrico (8) retenido dentro del rebaje (6); y

una tapa sobremoldeada (10) fijada al rebaje (6) y al alojamiento (2) de modo que encapsule el componente
electrénico (8) y forme una segunda superficie exterior (14) del alojamiento (2),

caracterizado por que o bien la primera superficie exterior (4) o bien la segunda superficie exterior (14) del
alojamiento (2) tiene tres salientes separados (16A-C) que se extienden lejos de la superficie exterior (4, 14), en
que dos (16A, 16C) de los salientes (16A-C) son de la misma altura y el tercero (16B) de los salientes (16A-C) es
de un altura diferente de manera que permita que el dispositivo sea colocado o bien contra una superficie plana o
bien contra una superficie redondeada y mantenga ain un contacto y estabilice el dispositivo sobre esa
superficie.

7. El dispositivo para montar un componente electrénico inalambrico de la reivindicacion 6, en el que los salientes
separados (16A-C) que se extienden lejos de la superficie exterior estan adaptados para actuar como directores de
energia para unir térmicamente el dispositivo a la superficie.

8. Un dispositivo de filtro que comprende

un cartucho de filtro contenido dentro de un alojamiento termoplastico, teniendo el alojamiento una entrada a un interior
del alojamiento y exterior del cartucho de filtro, una salida fijada a una salida del cartucho de filtro de una manera estanca
a los liquidos, estando formado el alojamiento de un material termoplastico; y

un dispositivo para montar un componente electronico inalambrico segun se ha definido en la reivindicacion 6 6 7 unido a
la superficie termoplastica del alojamiento.

9. Una bolsa biodegradable que comprende

una bolsa formada de una o de varias piezas de pelicula y que tiene una cavidad central cerrada, teniendo la bolsa una o
mas entradas y una o mas salidas a la cavidad de una manera estanca a los liquidos, estando formada la bolsa de uno o
mas materiales termoplasticos; y

un dispositivo para montar un componente electrénico inalambrico como se ha definido la reivindicaciéon 6 o 7 unido a la
superficie termoplastica de la bolsa.
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10. Un dispositivo de filtro que comprende

un cartucho de filtro formado de un nicleo poroso rodeado por una o mas capas de filtro poroso, una jaula termoplasticas
exterior separada de una o mas capas de filtros y que las rodeada, un capuchén extremo cerrado superior formado sobre
una primera extremidad de la jaula, una o mas capas de filtro y el ntcleo, un segundo capuchoén extremo que tiene una
abertura en linea con el nicleo, estando formado el segundo capuchdén extremo sobre una segunda extremidad del
nucleo, una o mas capas de filtro y el ndcleo, y teniendo la jaula una serie de entradas a una superficie exterior de una o
mas capas de filtro y una salida fijada a la abertura del segundo capuchon extremo todo ello de una manera estanca a
los liquidos; y

un dispositivo para montar un componente electronico inalambrico segun se ha definido en la reivindicacion 6 6 7 unida a
la superficie termoplastica del alojamiento.

11. Un conjunto de conector desechable que comprende

un conector que tiene una primera extremidad que puede ser cerrada y abierta de manera selectiva al entorno, un cuerpo
aguas abajo de la primera extremidad que tiene un anima a través de la cual el fluido puede fluir cuando la primera
extremidad esta en una posicion abierta, y una segunda extremidad sobre una parte del cuerpo aguas abajo de la
primera extremidad, estando fijada la segunda extremidad a una tuberia en una primera extremidad de la tuberia y
estando fijada una segunda extremidad de la tuberia a un dispositivo seleccionado del grupo que consiste de una
capsula de filtro, una bolsa y un segundo conector desechable, teniendo el conector al menos una parte exterior formada
de un material termoplastico; y

un dispositivo para montar un componente electrénico inalambrico como se ha definido en la reivindicacién 6 6 7 unido a
la parte termoplastica del conector.

12. Un dispositivo de muestreo desechable que comprende

una aguja de muestreo que tiene una primera extremidad y una segunda extremidad, una tuberia que tiene una primera
extremidad y una segunda extremidad, estando conectada la primera extremidad de la tuberia a la segunda extremidad
de la aguja y estando conectada la segunda extremidad de la tuberia a una o mas bolsas de muestra termoplasticas de
modo que se establezca un trayecto de fluido desde la primera extremidad de la aguja a una o mas bolsas de muestra; y
un dispositivo para montar un componente electronico inalambrico segun se ha definido en la reivindicacion 6 6 7 unido a
la superficie termoplastica del dispositivo de muestreo.
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